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(54) KAMERASYSTEM MIT MODULARER LEITERPLATTENANORDNUNG

(57)  Kamerasystem fiir ein Fahrzeug, mit einem Ob-

jektiv (2); einer ersten Leiterplatte (5), die mit einem

Bildsensor (4) versehen ist zum Erfassen einer iber das
Objektiv (2) erhaltenen Bildinformation; und mindestens
einer weiteren Leiterplatte (7, 11), die fir das Kamera-
system (10,20) eine vorbestimmte Grundfunktion bereit-
stellt, wobei die erste Leiterplatte (5) und jede der min-
destens einen weiteren Leiterplatte (7,11) mindestens
eine Verbindungseinheit (6) aufweisen, Uber die die Lei-
terplatten (5, 7, 11) jeweils elektrisch miteinander modu-

lar austauschbar verbindbar sind zur Anpassung des
Funktionsumfangs des Kamerasystems (10, 20) gemaf
der vorbestimmten Grundfunktion, wobei die wenigstens
eine Verbindungseinheit (6) eine Mehrzahl von Gruppen
von elektrischen Anschlissen (A, B, C, D) aufweist, Giber
die die erste Leiterplatte (5) mit der mindestens einen
weiteren Leiterplatte (7, 11) verbindbar ist zur Bereitstel-
lung der vorbestimmten Grundfunktion fiir das Kamera-
system (10, 20).

Fig. 1
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kamerasystem mit ei-
ner modularen Leiterplattenanordnung, beispielsweise
fur den Einsatz in Fahrzeugen, wie beispielsweise Nutz-
fahrzeugen.

[0002] Herkdmmliche Kamerasysteme weisen ubli-
cherweise gestapelte Leiterplatten mit vorgegebenen
Platinenlayouts auf. Um Grundfunktionen einer Kamera,
wie beispielsweise Bildaufnahme, Bildverarbeitung, Si-
gnaliibertragung und elektrische Anschliisse sowie
eventuelle Zusatzfunktionen zu andern, ist es bei her-
kémmlichen Kamerasystemen notwendig, das komplet-
te Platinenlayout zu &ndern, um individuelle benétigte
Funktionen auszutauschen bzw. zu ergéanzen oder weg-
zulassen. Ein derartiges Andern des kompletten Plati-
nenlayouts ist aufwendig und kostenintensiv.

[0003] WO 00/46984 A1 betrifft die Konstruktions- und
Montageart einer intelligenten Kamera, inklusive Aufbau
der Elektronik.

[0004] WO 2007/036308 A1 betrifft ein elektronisches
Bildaufnahmesystem mit getrennten Modulen, insbeson-
dere mit der Moglichkeit eine Mehrzahl von Schnittstel-
lenmodulen auswahlbar flexibel mittels eines gemeinsa-
men Bussystems austauschbar zu gestalten.

[0005] DE 199 63 836 A1 betrifft eine elektronische
Kamera mit wenigstens einem lichtempfindlichen Sen-
sorchip, der auf einer ersten Platine angeordnet ist und
mit wenigstens einer Steuer- und Auswerteschaltung
zum Ansteuern des Sensorchips.

[0006] US 2005/0099521 A1 betrifft eine Kamera zur
optischen Bildbegebung in Weitwinkelbereich.

[0007] AufgabederErfindungistes ein Kamerasystem
bereitzustellen, mit dem es moglich ist, neue Kamerava-
rianten mit individuell angepasstem Funktionsumfang
der Kamera schnell und kostenglinstig an Kundenanfor-
derungen anzupassen.

[0008] Die Ldsung der obigen Aufgabe erfolgt durch
ein Kamerasystem gemall den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Weiterentwicklungen der Erfin-
dung sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0009] Das Kamerasystem gemaR der Erfindung ba-
siert auf einem Baukastensystem mit Bauteilen einer de-
finierten Teilefamilie fir eine Kamera.

[0010] Das erfindungsgemale Kamerasystem weist
ein Objektiv auf, Uber das Bildinformation an einen auf
einer ersten Leiterplatte angeordneten Bildsensor gelie-
fert wird. Die erste Leiterplatte hat somit die Grundfunk-
tion zum Erfassen von Bilddaten, die Uber das Objektiv
erhalten werden. Ferner weist das erfindungsgemale
Kamerasystem mindestens eine weitere Leiterplatte auf,
die fir das Kamerasystem eine vorbestimmte weiter
Funktion bereitstellt, wie beispielsweise eine Bildverar-
beitung, Signalwandlung, Funklbertragung, Stromver-
sorgung, Bildibertragung, Signaliibertragung, Hei-
zungssteuerung, Messwertibergabe, Audioaufnahme,
etc.

[0011] GemaR der Erfindung sind die obige erste Lei-
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terplatte und jede der mindestens einen weiteren Leiter-
platte mit mindestens einer Verbindungseinheit verse-
hen, Uber die die Leiterplatten jeweils elektrisch mitein-
ander modular austauschbar verbindbar sind zur Anpas-
sung des Funktionsumfangs des Kamerasystems.
[0012] Durch das Vorsehen einer derartigen modula-
ren Leiterplattenanordnung ist es mdéglich, neue Kame-
ravarianten mit weniger Entwicklungsaufwand/-kosten
bereitzustellen, und den Funktionsumfang des Kamera-
systems individuell an Kundenanforderungen anzupas-
sen. Speziell ist es moglich, bendtigte bzw. nicht beno-
tigte Funktionen/Leiterplatten in das Kamerasystem ein-
zubauen bzw. wegzulassen, je nach Kundenanforde-
rung.

[0013] Durch die Verwendung einer standardisierten
Teilefamilie fiir das Kamerasystem ist es ferner méglich
eine Risikominimierung fur Fehlfunktionen sowie eine
Kostenreduzierung bei der Herstellung des Kamerasys-
tems zu erhalten.

[0014] Vorzugsweise sind bei dem erfindungsgema-
Ren Kamerasystem die jeweiligen Verbindungseinheiten
der Leiterplatten an zu einander geometrisch kompatib-
len vorbestimmten Positionen auf mindestens einer
Oberflachenseite der Leiterplatte angeordnet. Die An-
ordnung der jeweiligen Verbindungseinheiten kann bei-
spielsweise auf einer Oberflachenseite der Leiterplatte
vorgesehen sein oder alternativ auf zwei gegentiberlie-
genden Oberflachenseiten der Leiterplatte, also aufeiner
Vorderseite und einer Riickseite der Leiterplatte.
[0015] Das Kamerasystem gemaR der Erfindung weist
vorzugsweise mindestens eine Verbindungseinheit fur
eine Leiterplatte auf, die eine Mehrzahl von Gruppen von
elektrischen Anschliissen aufweist, Uber die die Leiter-
platte zur Bereitstellung einer vorbestimmten Grundfunk-
tion fir das Kamerasystem mit anderen Leiterplatten ver-
bindbar ist.

[0016] Speziell ist vorzugsweise die erste Leiterplatte,
die als eine Sensorplatine ausgebildet ist, auf der der
Bildsensor angeordnet ist, Giber eine Gruppe von elektri-
schen Anschlissen der Verbindungseinheit der ersten
Leiterplatte mit einer weiteren Leiterplatte, die beispiels-
weise eine Bildverarbeitungsfunktion fiir das Kamera-
system bereitstellt, verbindbar. Ebenso ist vorzugsweise
die weitere Leiterplatte, die die Bildverarbeitungsfunktion
fur das Kamerasystem bereitstellt, Gber eine Gruppe von
elektrischen Anschlissen der Verbindungseinheit der
weiteren Leiterplatte mit einer noch weiteren Leiterplatte,
die beispielsweise eine Stromlieferfunktion fiir das Ka-
merasystem bereitstellt, verbindbar.

[0017] Zur Gewahrleistung einer schnellen und zuver-
lassigen Erweiterung des Funktionsumfangs des Kame-
rasystems sind die elektrischen Anschliisse einer jewei-
ligen Gruppe von elektrischen Anschliissen an vordefi-
nierten Stellen positioniert.

[0018] Bei dem Kamerasystem gemaR der Erfindung
ist vorzugsweise eine Mehrzahl von Gruppen von elek-
trischen Anschllissen nebeneinander in einer Reihe an-
geordnet, speziell sind mehrere Verbindungseinheiten,
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die jeweils die Mehrzahl von Gruppen von elektrischen
Anschlissen aufweisen, pro Leiterplatte vorgesehen.
Diese Verbindungseinheiten sind beispielsweise auf ei-
ner Oberflachenseite einer Leiterplatte angeordnet, oder
alternativ auf einer Vorderseite und einer Riickseite der-
art, dass sie sich geometrisch gegenuberliegen.

[0019] Bei dem Kamerasystem gemaR der Erfindung
sind vorzugsweise mehrere Leiterplatten hintereinander
derart angeordnet, dass die erste Leiterplatte bei dem
Objektiv des Kamerasystems angeordnet ist und auf ei-
ner Seite der ersten Leiterplatte, die dem Objektiv abge-
wandt ist, die weiteren Leiterplatten zur Bereitstellung
entsprechender Funktionen des Kamerasystems hinter-
einander angeordnet sind. Vorzugsweise weist die Letz-
te in dieser Anordnung vorgesehene Leiterplatte einen
elektrischen Anschluss auf, mit dem beispielsweise ein
Videosignal, Audiosignal und/oder Steuerungssignal
nach auflen Ubertragen werden kann, bzw. Gber diesen
elektrischen Anschluss in das Kamerasystem einge-
speist werden kann. Ein derartiger elektrischer An-
schluss kann auch auf einer oder mehreren der anderen
Leiterplatten vorgesehen werden.

[0020] GemaR der Erfindung befinden sich auf den je-
weiligen Leiterplatten entsprechende elektronische Bau-
steine bzw. Bauteile, die angepasst sind zur Bereitstel-
lung der vorbestimmten Grundfunktionen zur Anpassung
des Kamerasystems. Derartige vorbestimmte Grund-
funktionen zur Anpassung des Kamerasystems sind ge-
mafR der Erfindung beispielsweise Videoverarbeitung,
Videolbertragung, Signalumwandlung, Funkibertra-
gung, Stromversorgung, Signallibertragung, Heizungs-
steuerung, Messwertiibergabe, Audioaufnahme, etc.
[0021] Fir den schnellen und zuverlassigen Aufbau
des Kamerasystems gemal der Erfindung sind die je-
weiligen Verbindungseinheiten der Leiterplatten bei-
spielsweise als Steckverbindungen ausgebildet zur elek-
trischen Verbindung der Leiterplatten miteinander Gber
die elektrischen Anschllsse der jeweiligen Gruppen von
elektrischen Anschliissen. Andere Verbindungstechni-
ken, wie beispielsweise Kabel, Verléten, Funk, etc. kon-
nen verwendet werden.

[0022] Das erfindungsgemale Kamerasystem kann
beispielsweise in Spiegelersatzsystemen fir Fahrzeuge,
insbesondere Nutzfahrzeuge verwendet werden, um
kontinuierlich und dauerhaft Bildinformation von der Um-
gebung des Fahrzeugs in Echtzeit auf einer Anzeigevor-
richtung im Fahrzeuginneren und/oder auflerhalb des
Fahrzeugs bereitzustellen.

[0023] Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die
beigefiigten Zeichnungen beschrieben, wobei gleiche
Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Es
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht eines
Kamerasystems gemaf einem ersten Ausfihrungs-
beispiel der Erfindung.
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Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht eines
Kamerasystems gemafl einem zweiten Ausfih-
rungsbeispiels der Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine Leiter-
platte gemaR dem ersten und zweiten Ausfiihrungs-
beispiel; und

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Verbindungs-
einheit gemak dem ersten und dem zweiten Ausfih-
rungsbeispiel.

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Kamerasystems 10 gemaR einem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel. Das Kamerasystem 1 weist ein Objek-
tiv 2 auf, das derart in einem Gehause 3 des Kamera-
systems 10 angeordnet ist, das Bildinformation von au-
Rerhalb des Kamerasystems 10 in das Innere des Ge-
hauses 3 geliefert werden kann.

[0025] Speziell liefert das Objektiv 2 Bildinformation
von aufllerhalb des Kamerasystems an einen Bildsensor
4, der auf einer ersten Leiterplatte 5 angeordnet ist, die
sich in dem Gehause 3 befindet und derart positioniert
ist, dass der Bildsensor 4 dem Objektiv 2 direkt gegen-
Uberliegt.

[0026] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die erste Leiterplatte 5
Uber eine Verbindungseinheit 6 mit einer weiteren Lei-
terplatte 7 elektrisch verbunden. Wie in Fig. 1 gezeigt,
ist speziell die Verbindungseinheit 6 der ersten Leiter-
platte 5 an einem unteren Bereich der ersten Leiterplatte
5 auf einer Oberflache angeordnet, die von dem Objektiv
2 abgewandt ist. Ferner ist eine Verbindungseinheit 6 an
einem unteren Bereich der weiteren Leiterplatte 7 auf
einer Oberflache derart angeordnet, dass sie der Verbin-
dungseinheit 6 der ersten Leiterplatte direkt gegentber-
liegt, um so mit dieser elektrisch verbunden zu werden.
[0027] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist somit sowohl die
erste Leiterplatte 5 als auch die weitere Leiterplatte 7
eine Verbindungseinheit 6 auf, die derartangepasst sind,
dass sie beispielsweise mittels Steckverbindung eine
elektrische Verbindung zwischen der ersten Leiterplatte
und der weiteren Leiterplatte 7 bereitstellen.

[0028] GemalR dem ersten Ausflihrungsbeispiel ist die
erste Leiterplatte 5 eine Sensorplatine, auf der der
Bildsensor 4 angeordnet ist, wie oben erwahnt. Die wei-
tere Leiterplatte 7 hat beispielsweise die Funktion zur
Stromversorgung des Kamerasystems 10. Hierfur sind
entsprechende elektronische Bauteile 8, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, auf der weiteren Leiterplatte 7 angeordnet, die die
entsprechende Stromversorgungsfunktion fiir das Ka-
merasystem 10 bereitstellen.

[0029] Alternativ kdnnen auch auf der ersten Leiter-
platte 5 entsprechende elektronische Bauteile 8 vorge-
sehen werden, die eine Stromversorgungsfunktion fur
das Kamerasystem 10 bereitstellen. In diesem Fall kann
beispielsweise die weitere Leiterplatte 7 Bauteile 8 auf-
weisen, die die Funktion einer Signalumwandlung bereit-
stellen, um ein von dem Bildsensor 4 der ersten Leiter-
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platte 7 ausgegebenes Signal umzuwandeln und Uber
einen elektrischen Anschluss 9, wie in Fig. 1 gezeigt, von
dem Kamerasystem 10 nach auf3en zu liefern. Der elek-
trische Anschluss 9, wie in Fig. 1 gezeigt, kann beispiels-
weise auch verwendet werden zur Lieferung entspre-
chender Steuersignale an die elektronischen Bauteile 8
der weiteren Leiterplatte 7 oder an die elektronischen
Bauteile 8 der ersten Leiterplatte 5.

[0030] Wie in Fig. 1 gezeigt ist die erste Leiterplatte 5
parallel zu der weiteren Leiterplatte 7 angeordnet, wobei
sich die jeweiligen Verbindungseinheiten 6 der ersten
Leiterplatte 5 und der weiteren Leiterplatte 7 im Wesent-
lichen senkrecht von einer Oberflache der ersten Leiter-
platte 5 bzw. der weiteren Leiterplatte 7 erstrecken. Spe-
ziell ist in einem Zustand, bei dem die erste Leiterplatte
5 und die weiter Leiterplatte 7 Giber die Verbindungsein-
heiten 6 elektrisch miteinander verbunden sind, eine
Langsachse der Verbindungseinheiten 6 parallel zu einer
Langsachse des Gehauses 3 des Kamerasystems 10.
[0031] Wie oben beschrieben, sind bei dem ersten
Ausfiihrungsbeispiel genau zwei Leiterplatten (5, 7) vor-
gesehen, die Uber jeweilige Verbindungseinheiten (6)
miteinander elektrisch verbunden sind. Beliebig viele
weitere Leiterplatten kdnnen jedoch zwischen ihnen der-
art angeordnet werden, dass die Leiterplatten Uber ihre
jeweiligen Verbindungseinheiten elektrisch miteinander
verbunden sind, wie nachfolgend unter Bezugnahmen
auf das zweite Ausfiihrungsbeispiel beschrieben.
[0032] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Kamerasystems 20 gemal einem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
[0033] Zusatzlich zu dem Kamerasystem 10 gemal
dem ersten Ausfliihrungsbeispiel weist das Kamerasys-
tem 20 gemaf dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel weitere
Leiterplatten 11 auf. Im Gegensatz zu der ersten Leiter-
platte 5 und der weiteren Leiterplatte 7 gemaR dem ers-
ten Ausfuhrungsbeispiel haben die weiteren Leiterplat-
ten 11 an ihrem unteren Bereich jeweils zwei Verbin-
dungseinheiten 6, die sich auf gegeniberliegenden
Oberflachen der weiteren Leiterplatte 11 entgegenge-
setzt weg erstrecken.

[0034] Wiein Fig. 2 gezeigt, erstreckt sich speziell die
Verbindungseinheit 6a der weiteren Leiterplatte 11 von
einer Oberflache der Leiterplatte 11 weg in Richtung der
ersten Leiterplatte 5 und dient zur Verbindung mit der
Verbindungseinheit der ersten Leiterplatte 5.

[0035] Ferner ist eine zweite Verbindungseinheit 6b
der weiteren Leiterplatte 11 derart ausgebildet, dass sie
sich in entgegengesetzter Richtung von der Verbin-
dungseinheit 6a von der weiteren Leiterplatte 11 weg er-
streckt, um mit einer Verbindungseinheit einer weiteren
Leiterplatte 11 verbunden zu werden.

[0036] Die in Fig. 2 gezeigten weiteren Leiterplatten
11 dienen zur Bereitstellung weiterer Funktionen bzw.
Grundfunktionen fiir das Kamerasystem, beispielsweise
zur Bereitstellung einer Bildverarbeitung, Funkiibertra-
gung, Bildlubertragung, Signallibertragung, Heizungs-
steuerung, Messwertiibertragung, Audioaufnahme etc.
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[0037] Fig. 2 zeigt speziell vier Leiterplatten 5, 11 und
7 innerhalb des Kameragehéauses 3 des Kamerasystems
20, die derart angeordnet sind, dass sie sich parallel zu-
einander derart erstrecken, dass sie bezlglich der
Langsrichtung des Gehauses 3 hintereinander angeord-
net sind. Speziell erstrecken sich die Leiterplatten 5, 7
und 11 im Wesentlichen senkrecht zu der Langsachse
des Kameragehauses 3.

[0038] Ahnlich wie die weitere Leiterplatte 7 gemaf
dem ersten Ausfuihrungsbeispiel enthalten auch die Lei-
terplatten 11 gemalR dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel
elektrische Bauteile 8 zur Bereitstellung der entspre-
chender Funktionen bzw. Grundfunktionen zur Erweite-
rung des Funktionsumfangs des Kamerasystems 20 ge-
maf der Grundfunktion.

[0039] WieinFig. 2 gezeigt, erstrecken sich die jewei-
ligen Verbindungseinheiten 6, 6a, 6b der Leiterplatten 5,
7 und 11 entlang einer Achse, die im Wesentlichen par-
allel zu der Langsrichtung des Kameragehauses 3 ist,
bzw. parallel zu der Ldngsachse des Objektivs 2.
[0040] Speziell sind die jeweiligen Verbindungseinhei-
ten der Leiterplatten 5, 7 und 11 an zu einander geome-
trisch kompatiblen vorbestimmten Positionen (L1, L2) auf
mindestens einer Oberflachenseite einer Leiterplatte an-
geordnet, wie beispielsweise in Fig. 3 gezeigt.

[0041] Fig. 3zeigteinederLeiterplatten5,7,11gemal
dem ersten und zweiten Ausfiihrungsbeispiel, wie oben
beschrieben. Wie in Fig. 3 gezeigt, befindet sich die Ver-
bindungseinheit 6 an einer vorbestimmten geometri-
schen Position (L1, L2), die fur alle weiteren Leiterplatten
5, 7, 11 identisch ist.

[0042] GemalR dem ersten und zweiten Ausfiihrungs-
beispiel, wie oben beschrieben, ist die Verbindungsein-
heit 6 auf nur einer Oberflachenseite der ersten Leiter-
platte 5 (Sensorplatte), und der weiteren Leiterplatte 7
ausgebildet, wobei Verbindungseinheiten 6 (6a, 6b) der
weiteren Leiterplatten 11, wie in Fig. 2 gezeigt, auch auf
einer gegenuberliegenden Oberflache (nichtin Fig. 3 ge-
zeigt) an der Position (L1, L2) ausgebildet sind, um die
entsprechenden Leiterplatten 5, 7 und 11 in einer modu-
laren austauschbaren Art und Weise elektrisch mitein-
ander zu verbinden.

[0043] Fig. 4 zeigt eine detailliertere Ansicht der Ver-
bindungseinheit 6. Wie in Fig. 4 gezeigt, weist gemaf
den vorliegenden Ausfliihrungsbeispielen die Verbin-
dungseinheit 6 vier Gruppen von elektrischen Anschlis-
sen A, B, C, D auf, die wiederum jeweils elektrische An-
schlisse A1, A2, A3, A4 enthalten.

[0044] GemaR den vorliegenden Ausfliihrungsbeispie-
len dienen die Gruppen von elektrischen Anschlliissen
A, B, C zur Verbindung von Leiterplatten, die eine kame-
rasystemspezifische Grundfunktion bereitstellen, wie
beispielsweise Bildaufnahme, Signalwandlung, Funki-
bertragung, Stromversorgung, Bildverarbeitung, Bildi-
bertragung, Signallbertragung, Messwertliibergabe, Au-
dioaufnahme, etc. Diein Fig. 4 gezeigte Gruppe von elek-
trischen Anschlissen D der Verbindungseinheit 6 dient
beispielsweise zur Bereitstellung einer Zusatzfunktion,
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wie beispielsweise Heizungssteuerung.

[0045] Wie in Fig. 4 gezeigt, sind gemal dem bevor-
zugten Ausfiihrungsbeispiel die Gruppen von elektri-
schen Anschliissen A, B, C, D in einer Reihe hinterein-
ander bzw. nebeneinander angeordnet. Alternativ ist es
auch mdglich, die Gruppen von elektrischen Anschlis-
sen A, B, C, D in einer beliebigen geometrischen Anord-
nung vorzusehen, sofern diese spezielle geometrische
Anordnung bei allen weiteren Leiterplatten, die modular
austauschbar in das Kamerasystem eingebaut werden
sollen, identisch ist.

[0046] WieinFig.4 gezeigt, weistdie Gruppe von elek-
trischen Anschliissen A vier an vorbestimmten geomet-
rischen Orten angeordnete elektrische Anschlisse A1,
A2, A3 und A4 auf, die beispielsweise fiir eine Grund-
funktion bendtigt werden, zum Beispiel Masse, Versor-
gungsspannung, etc. Andere geometrische Anordnun-
gen der elektrischen Anschliisse A1, A2, A3, A4 und de-
ren Anzahl sind gemaf der Erfindung denkbar.

[0047] Dasimvorangegangenen beschriebene Kame-
rasystem gemaR der Erfindung kann alleinstehend oder
beispielsweise in einem Fahrzeug oder beispielsweise
in einem Spiegelersatzsystem flir Fahrzeuge, beispiels-
weise Nutzfahrzeuge eingesetzt werden.

[0048] Eswird explizitbetont, dass alle in der Beschrei-
bung und/oder den Ansprichen offenbarten Merkmale
als getrennt und unabhangig voneinander zum Zweck
der urspriinglichen Offenbarung ebenso wie zum Zweck
des Einschrankens der beanspruchten Erfindung unab-
hangig von den Merkmalskombinationen in den Ausfiih-
rungsformen und/oder den Anspriichen angesehen wer-
den sollen. Es wird explizit festgehalten, dass alle Be-
reichsangaben oder Angaben von Gruppen von Einhei-
ten jeden mdoglichen Zwischenwert oder Untergruppe
von Einheiten zum Zweck der urspriinglichen Offenba-
rung ebenso wie zum Zweck des Einschrankens der be-
anspruchten Erfindung offenbaren, insbesondere auch
als Grenze einer Bereichsangabe.

Bezugszeichenliste

[0049]

10 Kamerasystem

2 Objektiv

3 Gehause

4 Bildsensor

5 erste Leiterplatte

6 Verbindungseinheit

7 weitere Leiterplatte

8 elektrisches Bauteil

9 elektrischer Anschluss
20 Kamerasystem

11 weitere Leiterplatte

6a, 6b Verbindungseinheiten
A, B,C,D Gruppen von elektrischen Anschliissen
A1-A4 elektrische Anschliisse
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Patentanspriiche

1.

Kamerasystem fir ein Fahrzeug, mit

einem Objektiv (2);

einer ersten Leiterplatte (5), die miteinem Bildsensor
(4) versehen ist zum Erfassen einer liber das Objek-
tiv (2) erhaltenen Bildinformation; und

mindestens einer weiteren Leiterplatte (7, 11), die
fir das Kamerasystem (10,20) eine vorbestimmte
Grundfunktion bereitstellt,

wobei die erste Leiterplatte (5) und jede der wenigs-
tens einen weiteren Leiterplatte (7,11) mindestens
eine Verbindungseinheit (6) aufweisen, Uber die die
Leiterplatten (5, 7, 11) jeweils elektrisch miteinander
modular austauschbar verbindbar sind zur Anpas-
sung des Funktionsumfangs des Kamerasystems
(10, 20) gemaR der vorbestimmten Grundfunktion,
wobei die wenigstens eine Verbindungseinheit (6)
eine Mehrzahl von Gruppen von elektrischen An-
schlissen (A, B, C, D) aufweist, Uber die die erste
Leiterplatte (5) mit der mindestens einen weiteren
Leiterplatte (7, 11) verbindbar ist zur Bereitstellung
der vorbestimmten Grundfunktion fir das Kamera-
system (10, 20).

Kamerasystem nach Anspruch 1, bei dem die jewei-
ligen Verbindungseinheiten (6) der ersten Leiterplat-
te (5) und der mindestens einen weiteren Leiterplatte
(7, 11) an zueinander geometrisch kompatiblen vor-
bestimmten Position (L1, L2) auf mindestens einer
Oberflachenseite der ersten Leiterplatte (5) und der
mindestens einen weiteren Leiterplatte (7, 11) an-
geordnet sind.

Kamerasystem nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
eine jeweilige Gruppe von elektrischen Anschliissen
(A, B, C, D) eine Mehrzahl von elektrischen An-
schlissen (A1, A2, A3, A4) aufweist.

Kamerasystem nach Anspruch 3, bei dem die Lei-
terplatten (5, 7, 11) Uber die Mehrzahl von elektri-
schen Anschlissen (A1, A2, A3, A4) miteinander
verbindbar sind.

Kamerasystem nach Anspruch 3 oder 4, bei dem die
elektrischen Anschlisse (A1, A2, A3, A4) einer je-
weiligen Gruppe von elektrischen Anschlissen (A,
B, C, D) an vordefinierten Stellen positioniert sind.

Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriiche, bei dem mehrere Verbindungseinheiten
(6) pro Leiterplatte vorgesehen sind.

Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriiche, beidemdie mindestens eine weitere Lei-
terplatte (7, 11) einen elektrischen Anschluss (9) auf-
weist zur Ubertragung von Daten und/oder eines Si-
gnals aus dem Kamerasystem heraus nach auf3en.
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Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriche, bei dem die mindestens eine weitere Lei-
terplatte (7, 11) auf einer Seite der ersten Leiterplatte
(5) angeordnet ist, die dem Objektiv (2) abgewandt
ist.

Kamerasystem nach Anspruch 8, bei dem mehrere
weitere Leiterplatten (7, 11) in Bezug auf die erste
Leiterplatte (5) hintereinander angeordnet sind.

Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriche, bei dem die mindestens eine weitere Lei-
terplatte (7, 11) mindestens einen elektronischen
Baustein (8) aufweist, der angepasst ist zum Bereit-
stellen der vorbestimmten Grundfunktion zur Erwei-
terung des Kamerasystems (10, 20).

Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriche, bei dem die vorbestimmte Funktion zur
Erweiterung des Kamerasystems (10, 20) wenigs-
tens eine ist von Signalaufnahme, Signalverarbei-
tung, Signalibertragung, Stromversorgung und
Steuerfunktion.

Kamerasystem nach einem der vorangegangenen
Anspriichen, bei dem die wenigstens eine Verbin-
dungseinheit (6) der Leiterplatten (5,7, 11) als Steck-
verbindungen ausgebildet ist zur elektrischen Ver-
bindung der Leiterplatten (5, 7, 11) miteinander Gber
die elektrischen Anschllisse (A1, A2, A3, A4) der
Gruppen von elektrischen Anschliissen (A, B, C, D).
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